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1 Geltungsbereich

Dieses Merkblatt gilt fiir das Plasmaschneiden von vorwiegend
metallischen Werkstoffen.

2 Zweck

Das Merkblatt gibt einen Uberblick tber grundlege
technische Voraussetzungen und verfahrenstypisch
des Plasmaschneidens. Fir wichtige Verfahrensvs
den die charakteristischen Merkmale der Sch
Schnittflachen sowie bevorzugte Anwendungsméglicl
sichtlich der metallischen Werkstoffe genannt. Das Merk
insbesondere gedacht fir den Bereich FQgt#jung sowie fir die
Aus- und Weiterbildung.

3 Einordnung des Plasmasch
Schneidverfahren

Thermische Schneidverfahren si
Gruppe Abtragen zuzuordnen
lung der thermischen Ab@gve
trager in

rmgerechte Untertei-
t nach dem Energie-

— thermisches Abtragen
z. B. autogenes Bre|

— thermisches Abtrag
z. B. Plasmaschneide

trische Gasentladung,
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— thermisches Abtragen durch Strahlen,
z. B. Laserstrahlschneiden (siehe DIN 8590)

Eine weitere Einteilung kann nach der Physik @&

ganges erfolgen in

— Brennschneiden
— Schmelzschneiden
— Sublimierschneiden

Nach der Physik des Schneidvorganges i hneiden ein
Schmelzschneidprozess.
4 Grundlegende physikalisc, d dtetechnische

Voraussetzungen

4.1 Physikalische Vorauss:

Schneidprozess, der den
Warmeinhalt eines PIs Srtlichen Materialverflissigung
und die hohe kinetiscl

zum Ausblasen de

isiertes Gas, das die Fahig-
en Strom zu leiten. Ein natirlicher

crre trische Feldstéarke die Ursache fur die Ent-
der Technik wird der Plasmazustand dadurch er-
ein Gas

— entweder d@rch eine Warmequelle so hoch erhitzt wird
oder einer so hohen elektrischen Feldstarke ausgesetzt wird,

d in den ionisierten (leitfahigen) Zustand tibergeht.

as chneiden ist der thermische Schneidprozess, der mit
ei durch eine Diise eingeschniirten Lichtbogen (Plasmalicht-
ogen) ausgefiihrt wird. Der Plasmalichtbogen brennt zwischen
er nicht abschmelzenden Elekirode (Katode) und dem Werk-
lick (Ubertragener Plasmalichtbogen) bzw. der Katode und der
Duse (nicht tibertragener Plasmalichtbogen).

Der Uibertragene Plasmalichtbogen schmilzt infolge seiner hohen
Energiedichte den Werkstoff értlich auf und verdampft ihn teil-
weise. Er ist gekennzeichnet durch eine sehr heile Plasmaséaule
(30 000 K) und wesentlich kiihlere Plasmahiligase. Der werk-
stiickseitige Ansatzpunkt des Plasmalichtbogens bewegt sich
zyklisch in der Schnittfuge auf und ab.

Das Plasmagas blast infolge seiner hohen kinetischen Energie
die Schmelze aus. Dadurch entsteht die Schnittfuge. Als plasma-
bildende Gase und gleichzeitig als Schneidgase kommen inerte
und aktive Gase sowie deren Gemische zur Anwendung. Da
selbst bei Anwendung sauerstoffhaltiger Schneidgase tberwie-
gend die Warmewirkung des Plasmalichtbogens die Verflussi-
gung des Werkstoffs verursacht, spricht man von Plasma-
schmelzschneiden.

4.2 Geratetechnische Voraussetzungen

Zur Durchfiihrung des Plasmaschneidens ist eine spezielle Gera-
tetechnik erforderlich (Bild 1).

urde von einer Gruppe erfahrener Fachleute in ehrenamtlicher Gemeinschaftsarbeit erstellt und wird als eine wichtige Erkenntnisquelle zur
nwender muss jeweils prifen, wie weit der Inhalt auf seinen speziellen Fall anwendbar und ob die ihm vorliegende Fassung noch gultig
derjenigen, die an der Ausarbeitung beteiligt waren, ist ausgeschlossen.
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Schmttfuge / Schneidrichtung

Bild 1. Plasmaschneiden, Funktionsprinzip.

Viele dieser Komponenten haben eine groRe Ahnlichkeit mit der
im Merkblatt DVS 0919 fur das Wolfram-Plasmalichtbogenbo-
genschweilen beschriebenen geratetechnischen Ausriistung.

4.2.1 Plasmastromquelle

Die Plasmastromquelle ist durch eine hohe Leerlaufspannung
(bis zu 400 V) gekennzeichnet. Sie stellt die Arbeitsspannung
und den Schneidstrom fir den Haupt- bzw. Hilfslichtbogen zur
Verfligung. Zur sicheren Ziindung des Hauptlichtbogens wird in
der Regel zunéchst ein mittels Hochspannungsimpulsen geziin-
deter nicht ibertragener Plasmalichtbogen (Hilfslichtbogen, Pilot-
lichtbogen) erzeugt. Dieser nur mit geringer Stromstérke bren-
nende Hilfslichtbogen ionisiert die Strecke zum Werkstiick, das
ebenso wie die Diuse am Pluspol liegt, und erméglicht die Aus-
bildung des Hauptlichtbogens. Zum Plasmaschneiden ist eine
steil fallende Kennlinie bzw. eine Konstant-Stromcharakteristi

erforderlich, die bei Ladngenanderungen des Plasmalich
geringste bzw. keine Schneidstroméanderungen zulésst.

4.2.2 Katode und Diise des Plasmabrenners

teile in den Plasmabrenner einzusetzen, um
qualitdten und eine lange Lebensdauer (Sta
schleiBteile zu erreichen. Wichtige Verschlai
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Schnittende, der Warmeabfilhrung vi
des Plasmagases. Als Kato zu
sich stabférmige Wolframelektr
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Die Elektroden kénnen
ktroden ausgebildet
nur bei inerten Plasma-
reaktionstréagen bzw. re-
Besténdigkeit aufweisen,
katoden auch unter sauer-
asen Uber eine entsprechen-
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Siede- Warme-
temperatur | leitfahigkeit
bei 20°C
°C W/(m - K)
~ 5660 ~ 174
~ 1800
~ 4377 ~22
~ 4300 ~25
Hf ~ 2227 ~ 4602 ~23
Hafpfimoxid | HfO, 1700 ~ 2900
lumnitrid | HfN 3305
upfer Cu 1083 ~ 2580 ~ 400
upferoxid Cu,0 1235 1800
Silber Ag 961 2210 ~ 429

Die Standzeit der Duse ist abhéngig von den Abmessungen der
Dusenbohrung, der Masse und der Warmeleitfahigkeit des
Duisenmateriales, der Leistung (Produkt aus Schneidstromstérke
und Schneidspannung) und Einschaltdauer des Plasmalicht-
bogens, der Anzahl der Ziindungen und des Lochstechablaufes
sowie der Intensitat der Kiihlung. Eine Wasserkihlung ist inten-
siver als eine Gaskuhlung. Eine Gaskilhlung ist unabhéngig von
der Bereitstellung von Kuihlwasser, erfordert jedoch eine wesent-
lich gréfRere Gasmenge.

Hinsichtlich der Gestaltung des biindelnden Disensystems ha-
ben sich charakteristische Verfahrensvarianten des Plas-
maschneidens herausgebildet. Weitere Verfahrensvarianten sind
darauf ausgerichtet, die sich bildenden Gefahrstoffe mdéglichst
nahe am Entstehungsort zu binden.

5 Verfahrensvarianten des Plasmaschneidens

5.1 Varianten mit unterschiedlicher Einschniirwirkung

Die erreichbare Schnittqualitdt und Schneidgeschwindigkeit so-
wie die schneidbare Werkstiickdicke sind abhdngig vom zu




